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Abstract (en)
The method provides for an electric spark voltage to first of all be applied between grinding tool (18) and workpiece when the grinding tool (18)
touches the workpiece (10) and for the touching position to be determined by the spark current. The spark voltage is then switched off for the
grinding operation or set to such a value that essentially only mechanical removal of material takes place. The method can be carried out especially
advantageously on an apparatus which is designed for spark erosion processes or erosion grinding, because the control circuit (32) available for this
can be used not only for the control of the spark gap during the erosion machining but also for touching of the grinding tool.

Abstract (de)
Das Verfahren zum mechanischen Schleifen von Werkstücken mittels elektrisch leitfähiger Schleifwerkzeuge sieht vor, daß zunächst beim Antasten
des Schleifwerkzeugs (18) an das Werkstück (10) eine elektrische Funkenspannung zwischen Schleifwerkzeug (18) und Werkstück angelegt und
die Taststellung durch den Funkenstrom bestimmt wird. Anschließend wird dann für den Schleifvorgang die Funkenspannung abgeschaltet oder
auf einen solchen Wert eingestellt, daß im wesentlichen nur ein mechanischer Materialabtrag erfolgt. Das Verfahren ist besonders vorteilhaft auf
einer Vorrichtung auszuführen, die für Funkenerosionsverfahren oder Erodierschleifen ausgelegt ist, weil dann die dafür vorhandene Steuerschaltung
(32) nicht nur für die Steuerung des Funkenspalts bei der erodierenden Bearbeitung, sondern auch für das Antasten des Schleifwerkzeugs benutzt
werden kann.
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